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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

@ Chiptragerfolie fur eine Chipkarte mit Antennenwicklung 

@r Chiptragerfolie (HTC) a us hochschmetzendem Kunststoff, 
auf der ein Chip (C) und daran angeschlossene Leiterbahnen 
(LI. L2) angeordnet sind, die mrt Antennenwicklungsan- 
schlussen (A1, A2) einer auf einer Antennentragerfolie (HM) 
angeordneten Antenna (A) zu verfoinden sind, wobei die 
Chiptragerfolie (HTC) auf der Antennentragerfolie (HM) 
derart anzuordnen ist daS die Leiterbahn (12) durch die 
Chiptragerfolie (HTC) isoliert uber die Antennenwicklung (A) 
veriauft. wobei in der Chiptragerfolie (HTC) randseitig 
Offnungen (T01. T02) unter den Leiterbahnen (LI. L2) 
eingebracht sind, so dafi diese unmittelbar mit den jenseits 
der Offnungen {T02, T03) anzuordnenden Antennenwick- 
lungsanschlussen (A1. A2) zu verldten oder verschweiSt 
sind. 
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Die folgonden Angaben sind den vom Anmelder eingerelchton Untarlagen ontnommen 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Chiptragerfolie fur eine 
Chipkarte in der eine Antenne angeordnet ist, wobei die 
Chiptragerfolie aus hochschmelzendem Kunststoff be- 
steht und auf ihr ein Chip und daran angeschlossene 
Leiterbahnen angeordnet sind, die mit Antennenwick- 
lungsanschlussen der Antenne zu verbinden sind, die 
gegen die Leiterbahnen isoliert unter der Chiptragerfo- 
lie anzuordnen ist 

Eine kontaktlose Chipkarte mit einer Antennenspule 
und deren Herstellungsverfahren ist aus der 
DE 43 37 921 Al vorbekannt Bei dieser ist der Chip auf 
der Chiptragerfolie aus hochschmelzendem Kunststoff. 
z. B. Polyester oder glasfaserverstarktem Epoxidharz, 
mit einem symmetrisch zu dieser beidseits sich erstrek- 
kenden Chipgehause aufgebracht. und die Chipan- 
schlusse erstrecken sich aus dem Chipgehause auf der 
Chiptragerfolie, isoiiert die Antennenwindungen uber- 



folie sind. Die Deckschichten sind jeweils mit der be- 
nachbarten Innenschicht als Verbundmaterialien zu- 
sammengesetzt, und diese Verbundmaterialien halten 
s^tliche ubrigen genannten Bauteile durch Einwir- 
5 kung einer Verprefltemperatur, die zwischen den Erwei- 
chungstemperaturen der genannten niedrig- und der ge- 
nannten hochschmelzenden Schichten liegt, vakuumver- 
preQt eingeschlossen. 
Die Einbindung des Chips, des Chiptragers und des 
10 Antennentragers mit der Antenne in das doppelschichti- 
ge Material, dessen Innenschichten unter Vakuum-. 
Temperatur- und Druckeinwirkung aufschmilzt, ist der- 
art abdichtend, daB ein getrenntes Chipgehause zu er- 
ubrigen ist Es ist nur ein einziger Arbeitsgang notwen- 
15 dig, um diese Verpressung durchzufuhren, und die feste 
Verbindung der Doppelschichtmaterialien erbringt eine 
vollig glatte Oberflache der fertigen Chipkarte ohne 
Erhohungen an den Stellen. an denen die Antenne, der 
Chiptrager und der Chip eingebettet sind. Die Verbin- 



bruckend, nach auBen und in Durchkontaktierungen 20 dung des Chips mit dem Chiptrager erfolgt in ublicher 
hinein, mit denen sie an die Antennenanschlusse ange- Weise durch Bonddrahte durch Offnungen in dem Chip- 
schlossen sind. Die Antennentragerfolie weist eine Aus- trager hindurch zu den darauf befindlichen Leiterbah- 
sparung zur Aufnahme des Chipgehauses auf. Das Chip- nen. Diese Leiterbahnen werden durch die neuartigen 
gehause aufnehmende dementsprechend ausgearbeite- weiteren Offnungen hindurch mit den Antennenan- 
te Innenfolien sowie die Antenne und die Chiptragerfd- 25 schlussen verschweiBt Auf diese Weise kann die in FCon- 
lie sind zusammen gestapelt beidseitig jeweils mit meh- 
reren Kunststoffschichten belegt und zwischen diesen 
eingeschlossen. Die Herstellung des beidseitig der Chip- 
tragerfolie sich erstreckenden Chipgehauses und die Er- 
stellung der Durchkontaktierungen der Antennenan- 
schlusse in der Chiptragerfolie sind aufwendige Arbeits- 
schritte. 

Weiterhin ist aus der DE 30 29 667 C2 bekannt, auf 
einer Chiptragerfolie ein Chip lind Leiterbahnen anzu- 
ordnen und von dem Chip Bonddrihten auf AnschluB- 
bondungen durch Durchbriiche der Chiptragerfolie auf 
die Leiterbahnen zu fuhren. 

Es ist Aufgabe der Erfindung eine Vereinfachung der 
ChiptrageriFolie mit Anteimenanschliissen sowie deren 
Montage zu erbringen. 

Die Losung der Aufgabe ist dadurch gegeben, dafl in 
der Chiptragerfolie randseitig Offnungen unter den Lei- 
terbahnen eingebracht sind, so daB diese unmittelbar 
mit den jenseits der Offnungen anzuordnenden Anten- 
nenwicklungsanschlussen zu verloten oder zu ver- 
schweiBen sind. 

Der Antennenirager ist ebenfalls aus hochschmelzen- 
dem Material gleich oder ahnlich wie die Deckschicht 
hergestellt Auf ihm ist die Antennenwicklung durch At- 
zen einer Kupferfolie erzeugt oder in Form einer Wick- 
lung aufgekJebt Das Chip findet in einer Ausnehmung 
des Antennentragers Platz, und die dunne Chiptragerfo- 
lie erstreckt sich uber den Antennentrager hin und weist 
Durchbruche an den Stellen auf, an denen sich die An- 
tennenanschlusse befmden. Auf diese Weise lassen sich 
die Leiterbahnen auf den Chiptragem durch die Durch- 
bruche im Chiptrager hindurch mit den Antennenan- 
schlussen verschweiBea 

Der Antennentrager hat zweckmSBig eine Dicke zwi- 
schen 50 und 125 fim. Die Chiptragerfolie hat eine Star- 
ke von ca. 50 \im und die darauf befindlichen Leiterbah- 
nen eine Dicke von etwa 35 \urL Da die niedrig schmel- 
zenden Innenschichten je eine Dicke von 200 ^m haben 
finden, die Bauteile darin beim Verpressen ausreichend 
Platz, ohne daB die Deckschicht auBen aufgewolbt ist 

Die Innenschichten der* neuartigen Kane sind um 
mindestens 20** K niedrigerschmeizend als es die Deck- 
schichten. die Antennentragerfolie und die Chiptrager- 



25 

taktchipkarten ubiiche Technik der Chipaufbringung 
und -kontaktierung auf den Chiptrager verwandt wer- 
den. 

Auch die einfache Schutzbeschichtung des Chips auf 
30 dem Chiptrager mittels eines Kunststofftropfens kann 
fur eine ungefahrdete Handhabung vor dem Einbau in 
ublicher Weise beibehalten werden. 

Die Verbundschichten werden zweckmaBig aus sol- 
chen Materialien hergestellt, die einen ausreichend ho- 
35 hen Schmelzpunktunterschied aufweisen, damit die Ver- 
pressungstemperatur mit ublichen Thermostaten und 
bei relaiiv kurzen PreBzeiten zum Aufschmelzen der 
Innenschichten eingebracht werden kann. Es empfiehlt 
sich eine Temperaturdifferenz der beiden Schmelztem- 
40 peraturen von mindestens 20* K, vorzugsweise minde- 
stens 40° K und mehr. 

Als besonders preisgunstig hat sich Polyvinylchlorid. 
d.h. PVC, mit einer Erweichungstemperatur von ca. 
85* C als geeignet fur die Innenschichten des Verbund- 
materials erwiesen. Deren Dicke ist mil 200 \Lm zweck- 
maBig dimensioniert Die Deckschichten des Verbuqd- 
materials bestehen vorteilhaft aus Polyester, d h. PET, 
Oder glasfaserverstarktem Epoxydharz. d. h. FR4, oder 
aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, dh. ABS. Die Deck- 
schichten sind beispielsweise 50 jim dick. 
Vorteilhafte Ausgestaltung ist in Fig. 1 dargestellt 
Fig. 1 zeigt einen teilweise geoffneten Ausschnitt ei- 
ner Chipkarte, 

Fig. 1 zeigt in der Mitte des Kartenaufbaus eine hoch- 
schmelzende Antennentragerfolie HM. auf der die An- 
tennenwicklung SA aufgebracht ist, die an den Anten- 
nenanschlussen Al, A2 endet Selbstverstandlich kdn- 
nen auch mehrere Antennenwicklungen vorgcsehen 
sein. 

Die Antennentragerfolie HM weist einen Ausn^-^hnitt 
CA auf, der der Aufnahme des Chips C dient Dir«>cs ist 
an eine Chiptragerfolie HCT, die hochschmelzcn*'^ 
genschaften aufweist, befestigt Die unsichtbarrii Chip- 
anschlusse sind uber Chipbondungen durch Off»'""^^" 
in der Chiptragerfolie HCT mit darauf befindlii h**'* 
terbahnen LI, L2 in ublicher Weise verbundrn H'f^^ 
Leiterbahnen LI, L2 erstrecken sich uber An*.*'* 'j"'"^ 
oder Offnungen TO 1.T02 der Chiptragerfolie M' ' ""^ 
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sind so angeordnet, daB sie uber den Antennenanschlus- 
sen Al, A2 positioniert sind. mit denen sie durch Anten- 
nenbondungen AB verbunden sind. 

Das Chip C ist mit einem Schutztropfen CC aus 
Kunststoff in bekannter Weise uberzogen. Die gesamte 
vorbeschriebene Anordnung ist zu beiden Seiten von 
Verbundschichten DFl, DF2 eingeschlossen. 

Die Verbundschichten bestehen innenliegend aus In- 
nenschichten Nil, N 12 aus niedrigschmelzendem Mate- 
rial, z. B. PVC, von etwa 200 Dicke. Die SuBeren 
Deckschichten HDl. HD2 bestehen aus hochschmel- 
zendem Material von etwa 50 pm Dicke. Das Verbund- 
matefial kann auch aus Material des gleichen Grundtyps 
aber mit verschiedenen Schmelztemperaturen herge- 
stelli seia So kann beispielsweise Hart- und Weich-PVC 
aufeinandergeschichtet extrudiert sein. 

Die neutrale Deckschicht Mt sich zu beiden Seiten in 
bekannter Weise mit einer dunnen Druckfolie uberzie- 
hen Oder unmittelbar bedrucken. 

Bei der Herstellung der neuartigen Karte werden 
samtliche Innenbauteile in einer automatisierten 
Strangfertigung zusammengefugt, und die Vakuumver- 
pressung des Innenaufbaues mit den Verbundfolien er- 
folgt parallel fiir viele Nutzen und im Stapel unter Zwi- 
schenfiigung von Metallplatten in ahnlicher Weise, wie 
Vielschichtleiterplatten hergestellt werden; d. h. unter 
ausreichend langer Druck-, Temperatur- und Vakuum- 
einwirkung, so daB die Innenschichten Nil. NI2 auf- 
schmelzen. 

Die Antennentragerfolie HM mit der Antenne A, de- 
ren Antennenanschlusse Al, A2 an jeweils vorgegebe- 
nen Positionen zu Bezugskanten der Chipaufnahmeaus- 
nehmung CA ifngeordnet sind, die wiederum in definier- 
ter Position zu den Chipkartenbezugskanten angeord- 
net ist, kann insbesondere von auf die Herstellung der 35 
Antennenwicklungen und/ oder der Atzung von Anten- 
nenwicklungen und anderen gedruckten Schaltungen 
spezialisierten Hersteilern vorzugsweise in einer Viel- 
zahl in Strangform aneinanderhangend als eigenstandi- 
ges Handels gut den Chipkartenherstellem zugeliefert 40 
werden. 

Die Chiptragerfolie HCT mit den Offnimgen TOl. 
T02 und den Leiterbahnen LI. L2, unter denen Bond- 
stellen AB passend zu den Antennenanschlussen Al. A2 
und der Chipaufnahmeausnehmung CA angeordnet 
sind, kann von einem spezialisierten Hersteller mit und 
ohne Chip C, insbesondere mit einem Schutztropfen CC 
versehen, vorzugsweise in vielfacher Form als Strang- 
ware in den Handel gebracht werden. 

Durch diese vorbeschriebenen Spezialzulieferteile 
werden die Konfektionare von Chipkarten in die Lage 
versetzt. mit nur geringen Neuinvestitionen die neuarti- 
ge Chipkarte herzustellea 
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jenseits der Offnungen (T02.T03) anzuordnenden 
AntennenwicklungsanschlQssen (Al, A2) zu verlo- 
ten oder zu verschweiBen sind 
Z Chiptragerfolie nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB eine Viekahl dergleichen in ei- 
nem Strang angeordnet sind. 

3. Chiptragerfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie aus Acrylnitril-Butadienst- 
yrol besteht 

4. Chiptragerfolie nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip 
(C) auf der Chiptragerfolie (HTC) mit einem 
Schutztropfen (CC) aus hochisolierendem Kunst- 
stoff flberzogen ist 
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1. Chiptragerfolie (HTC) fur eine Chipkarte in der 
eine Antenne (A) angeordnet ist. wobei die Chiptra- 
gerfolie (HTC) aus hochschmelzendem Kunststoff 
besteht und auf ihr ein Chip (C) und daran ange- eo 
schlossene Leiterbahnen (LI, L2) angeordnet sind, 
die mit AntennenwicklungsanschlQssen (Al, A2) 
der Antenne (A) zu verbinden sind, die gegen die 
Leiterbahn (L2) isoliert unter der Chiptragerfolie 
(HTC) anzuordnen ist, dadurch gekennzeichnet, 65 
dafl in der Chiptragerfolie (HTC) randseitig Off- 
nungen (T01,T02) unter den Leiterbahnen (LI, L2) 
eingebracht sind. so daB diese unmittelbar mit den 
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